	建设单位（用人单位）名称
	宁波荣宝雨半导体有限公司

	地理位置
	宁波市象山县城东工业园金水湾路西北侧D-2-01-3地块
	联系人
	陈鹏

	项目名称
	年产72万件精密集成电路封装测试项目职业病防护设施设计专篇

	项目简介

	集成电路是一种微型电子器件或部件，通过采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。而集成电路封装作为生产芯片的一个重要步骤，不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械、环境保护的作用。
随着芯片技术不断向小型化、高密度、多功能、高可靠性的方向发展，电子芯片的功率密度越来越大，解决散热问题也越显重要。良好的器件散热依赖于优化的热沉结构设计、封装材料选择及封装制造工艺等。
封装测试作为集成电路产业链三大核心环节之一，是我国集成电路产业赶超全球的发力点。作为核心产业链上重要的一环，先进封装成为了延续摩尔定律的关键，在产业链上的重要性日渐提升。随着通讯科技高速发展，电子产品性能要求越来越高，芯片制造越来越复杂，高端集成电路先进封测将始终站在行业的前列，拥有极大的市场及利润空间。全球芯片封装技术目前处于第三阶段成熟期，正向第四阶段演进，而国内封装企业大多以第一、二阶段为主，本项目涉及的倒装芯片技术，也被称为FC封装技术，属于第三代封装技术。
在此背景下，宁波荣宝雨半导体有限公司（以下简称“荣宝雨半导体”）拟投资5亿元，租赁荣宝雨新材料科技（宁波）有限公司位于宁波市象山县城东工业园金水湾路西北侧D-2-01-3地块的在建2#厂房（地上总建筑面积8849.5平方米），建设年产72万件精密集成电路封装测试项目，同步建设能匹配全厂的污水处理站、危化品仓库、消防水站、事故应急池、危废仓库等辅助工程内容。
本项目于2023年7月获象山县发展和改革局的备案批件，项目代码为：2307-330225-04-01-469132，并于2023年11月进行了变更。荣宝雨半导体于2023年11月委托我公司（浙江中一检测研究院股份有限公司）编制完成了进行了职业病危害预评价。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	氢氧化钠、氢氧化钾、过氧化氢、氯化氢及盐酸、硫酸、氨、碳酸钠、甲醛、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、溶剂汽油、乙二醇、可溶性镍化合物、氰化物（按 CN 计）、氰化氢（按 CN 计）、氟化氢、氟及其化合物、氧化铝粉尘、其他粉尘（PAC粉尘、PAM粉尘、氧化铜粉尘）

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	结论:
通过工程分析结合查阅本项目职业病危害预评价报告中的类比数据可知，企业如能按照本设计专篇进行设计，各作业岗位工人职业病危害因素的接触水平应能符合国家职业卫生标准要求，投产后各项职业病防护措施能符合法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组评审意见

	一、设计依据较全面、正确、有效；
[bookmark: _GoBack]二、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述；
三、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确；
四、职业病防护设施设计、有关防控措施及其控制性能基本合理、可行；
五、辅助用室及卫生设施的设计情况基本符合相关要求；
六、建设单位采取的职业病防治管理措施较全面、合理、可行；
七、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳；
八、职业病防护设施投资预算满足要求；
九、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施基本具备可行性和针对性；
十、可以达到的预期效果及评价客观、正确。
十一、专家组建议
1、补充本项目喷砂作业除尘器相关参数的设计；
2、补充本项目气瓶间气体报警器的设计。
十二、评审结论
专家组同意修改后通过该《设计专篇》，设计单位应按照专家组建议对《设计专篇》进行修改，修改后的《设计专篇》须经专家组长签字确认。



